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 FCBGA パッケージの 

サブストレート表面処理材の追加 
XCN23002 (v1.1) 2023 年 12 月 11 日 製品変更通知 

概要 
この通知は、FCBGA パッケージのコマーシャル「XC」、オートモーティブ「XA」、防衛「XQ」グレードの全製品について、

サブストレートの表面処理材が追加されることをお知らせするものです。 
 

説明 

AMD のサブストレート サプライヤーは、継続的に ENEPIG (Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold) の
サブストレート容量を継続的に拡大しています。ENEPIG サブストレートは、FCBGA 製品向けとして現在業界の主流とな

っており、安定したプロセス能力と完全なモニター システムで 8 年以上に渡り量産提供されています。AMD のビジネスは、

サブストレートの安定した供給を確保し、カスタマーの需要に応えるため業界の動向に沿っている必要があります。  
 

FCBGA 製品のサブストレートの表面処理に ENEPIG を使用した品質評価が問題なく完了しており、POR DSOP サブスト

レートと差異のない結果となりました。この変更は、コマーシャル「XC」、オートモーティブ「XA」、および防衛「XQ」グレード

の全製品の供給の継続性を確保すること、および同材料を用いて出荷済みとなっている AMD のその他製品との統合を

計ることを目的としています。 
 
この変更によるパッケージの寸法、機能、信頼性、および MSL への影響はありません。 
 

該当製品 

この変更は、FCBGA パッケージの「XC コマーシャル」、「XA」オートモーティブ、および「XQ」防衛グレードの全スピード 
グレード、温度グレードの製品に該当しますまた、それらの Specification Control Documents (SCD) 製品にも該当します。 
 
表 1: 該当製品 

フェーズ タイプ ノード デバイス/製品名 

フェーズ 1 XC 

7nm Versal™ Al Core, Veral AI Edge, Versal Premium, and Versal Prime adaptive SoCs 

16nm Artix™ UltraScale+™ FPGAs, Kintex™ UltraScale+ FPGAs, Virtex™ UltraScale+ 
FPGAs, Zynq™ UltraScale+ MPSoCs, and Zynq UltraScale+ RFSoCs 

20nm Kintex UltraScale™ FPGAs, Virtex UltraScale FPGAs 
28nm Artix 7 FPGAs, Kintex 7 FPGAs, Virtex 7 FPGAs, and Zynq 7000 SoCs 

フェーズ 2 

XA 16nm Zynq UltraScale+ MPSoCs, Artix UltraScale+ FPGAs 
28nm Zynq 7000 SoCs, Kintex 7 FPGAs 

XQ 

7nm Versal Al Core and Versal Prime adaptive SoCs 

16nm Kintex UltraScale+ FPGAs, Virtex UltraScale+ FPGAs, Zynq UltraScale+ MPSoCs, 
and Zynq UltraScale+ RFSoCs 

20nm Kintex UltraScale FPGAs, Virtex UltraScale FPGAs 
28nm Artix 7 FPGAs, Kintex 7 FPGAs, Virtex 7 FPGAs, and Zynq 7000 SoCs 
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キーデートおよび注文情報 

AMD は、次に示すスケジュールに従って ENEPIG 製サブストレートを使用した製品の出荷を開始します。 
 
フェーズ 1: 「XC」コマーシャル グレード製品 ｰ 2023 年 8 月 1 日までに開始。 
フェーズ 2: 「XA」オートモーティブおよび「XQ」防衛グレード製品 - 2025 年 12 月 1 日までに開始。 
 
*XA と XQ のリリース日は供給安定の状況を踏まえ、延期されました。今後の経済状況の変化が供給に影響を及ぼした場合、予定が

早められるなどの変更の可能性があります。 

品質評価データ 

品質評価データは、ご要望に応じて提供します。 
 

お問い合わせ  

この通知の受領から 30 日以内に確認通達が必要です。30 日以内にフィードバックあるいは返答がない場合、変更を認

めたものとします。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、AMD 販売代理店までお問い合わせください。  
 
重要なお知らせ: AMD カスタマー通知 (XCN、XDN、Quality Alert) リリースのお知らせは、サポート ウェブサイト 
(https://japan.xilinx.com/support) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ 
アラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。AMD サポート サイトでは、指定された製品に

関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができる

サービスを提供しています。登録方法は、アンサー レコード 18683 https://japan.xilinx.com/support/answers/18683.htm を
参照してください。 
 

 

改訂履歴 

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。 

日付 バージョン 改訂内容 

2023 年 12 月 11 日 1.1 XA および XQ 製品のキーデートを更新。 

2023 年 5 月 29 日 1.0 初版 

 

https://japan.xilinx.com/support
https://japan.xilinx.com/support/answers/18683.htm
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お読みください: 重要な法的通知  
本資料に掲載されている情報は情報提供のみを目的としており、技術的に不正確な情報、省略、誤植を含む可能性があります。ここに

記載の情報は、製品およびロードマップの変更、コンポーネントとマザーボードのバージョン変更、新しいモデルや製品のリリース、製造

業者の違いによる製品の差異、ソフトウェア変更、BIOS のフラッシュ、ファームウェア アップグレードなどを含む (ただしこれに限定され

ない) 多くの理由によって変更される場合があり、不正確となる可能性があります。いかなるコンピューター システムにも完全に防止また

は軽減できないセキュリティの脆弱性のリスクが存在します。AMD は、情報の更新、または修正や改訂について一切の義務を負わな

いものとします。ただし AMD は本情報を改訂してその内容を随時変更する権利を有し、その改訂または変更に関して通知する義務は

負いません。本情報は「現状有姿」で提供されます。AMD は本書の内容について一切の表明も保証も行わないものとし、本情報の不

正確さ、誤り、省略について一切の責任を負いません。また、AMD は非侵害性、商品性、または特定目的適合性に関する黙示的保証

を行わないものとします。AMD は本資料に含まれる情報の使用に起因する依存、直接、間接、特別、または結果的な損害に対して、

AMD が当該の損害の可能性を知らされていた場合であっても、責任を負うことはありません。 

 

自動車用アプリケーションの免責条項 
オートモーティブ製品 (製品番号に「XA」が含まれる) は、ISO 26262 自動車用機能安全規格に従った安全コンセプトまた

は余剰性の機能 (「セーフティ設計」) がない限り、エアバッグの展開における使用または車両の制御に影響するアプリケ

ーション (「セーフティ アプリケーション」) における使用は保証されていません。顧客は、製品を組み込むすべてのシステ

ムについて、その使用前または提供前に安全を目的として十分なテストを行うものとします。セーフティ設計なしにセーフ

ティ アプリケーションで製品を使用するリスクはすべて顧客が負い、製品の責任の制限を規定する適用法令および規則に

のみ従うものとします。 
 

© Copyright 2023 Advanced Micro Devices, Inc.、AMD、AMD の矢印,型のロゴ、Artix、Kintex、Virtex、Zynq、Versal、およびその組

み合わせは Advanced Micro Devices, Inc の商標です。この資料で使用されているその他の製品名は識別のみを目的としたものであり、

各社の商標である可能性があります。 
 
この通知は参照用として、英語版 (XCN23992、バージョン 1.1、2023 年 12 月 11 日リリース) を翻訳したものです。 
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